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Utmutaté tdomegforrasztasi (Gjradmlesztéses (reflow) és
hullam) folyamatok hémérsékleti profiljanak kialakitasahoz

1 EL6SZO

1.1 Hataskér Ezen utmutato az elektronikai szerelvények
tomeggyartasi folyamata soran alkalmazott forrasztasi
folyamatok (reflow és hullam) hoprofiljaival kapcsolatos
ismereteket foglalja Gssze.

1.2 Hattérismeretek A tOmegforrasztas soran
alapvet6 fontossagl, hogy mindegyik forraszkotés
elérje a minimalis forrasztasi hémérsékletet. A minimalis
forrasztasi homérséklet alatt azt a hdmérsékletet értjik,
amely ahhoz sziikséges, hogy a forraszanyag és az
Osszeforrasztando fémfeliiletek kozott diffuzios kotés
j6jj0n létre. A diffuzios kotésnek mindkét forrasztando
fémfeliilet és a forraszanyag kozott 1étre kell jonnie.
Ehhez a minimalis forrasztasi homérsékletet elégséges
ideig el kell érni ahhoz, hogy a forraszanyag nedvesitse
a forrasztasi feliileteket és igy fémkozi vegyiilet(ek)
(intermetallikus réteg(ek)) jojjenek létre a forrasztando
alapfém(ek) ¢s a forraszanyag egy, vagy tobb Osszetevije
kozott. A gyakorlati tapasztalatok szerint a minimalis
forrasztasi homérséklet kissé (~25 °C) magasabb,

mint a forraszanyag olvadasi (likvidusz) homérséklete.
A forrasztand6 aramkori szerelvény azon forraszkotése,
mely legutoljara éri el a minimalis forrasztasi
hémeérsékletet (ez tipikusan a legnagyobb tomeggel
rendelkezd alkatrész vagy az alatt elhelyezkedd
forraszkotés) meghatarozza az alkalmazando és

a beallitando6 héprofil fébb paramétereit.

A tomegforrasztasi folyamat megkdveteli a kontrolalt
melegitési és az azt kdvetd hiitési folyamatot. A tal
intenziv melegités (tal gyorsan emelkedd hoprofil)
karosithatja a nyomtatott huzalozasu lemezeket (PWB —
Printed Wiring Board) és az alkatrészeket is. A tal intenziv
hités (tal gyorsan csokkend héprofil) szintén karosithatja
az alkatrészeket, és a hordozoknal, illetve nagyobb
alkatrészeknél vetemedést, vagy a forraszkotéseknél
repedést okozhat. A fenti okoknal fogva a megfeleld
forrasztasi hoprofil kialakitasa alapvet6 fontossagu a
megfeleld forrasztasi mindség eléréséhez.

1.3 Cél Ezen dokumentum iranymutatasul szolgal a
megfeleld hoprofil Iétrehozasahoz sziikséges mérdpanel
kialakitasrol, mérési technikakrol és modszerekrol.

2 ALKALMAZANDO DOKUMENTUMOK!
21 IPC
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IPC-T-50 Terms and Definitions for Interconnecting
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IPC-CA-821 General Requirements for Thermally
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Evaluation of Electronic Components
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IPC-9504 Assembly Process Simulation for Evaluation
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Components)

2.2 Kapcsolddé ipari szabvanyok?

IPC/EIA J-STD-001 Requirements for Soldered Electrical
and Electronic Assemblies

3 ALTALANOS FORRASZTASI HOPROFILOK

3.1 Hullamforrasztas Hulldmforrasztasra szant aramkori
szerelvény hoprofil mérésénél a 3-1. abran lathatd
paramétereket sziikséges figyelemmel kdvetni.

Homérsékletfelfutas: A homérséklet emelkedés mértékének
kontrolaltnak kell lennie, azért, hogy az aramkori hordozo,
az alkatrészek és a folyasztoszer megfeleld id6 alatt,
karosodas nélkiil érje el a forrasztasi hdmérsékletet.

Hémérsékletugras: A hirtelen, gyors homérséklet
emelkedés mértékét is mérni kell. Meg kell vizsgalni,
hogy az alkatrészeket nem éri-e olyan dinamikus,
gyors homérsékletvaltozas, mely sériilést okozhat

az alkatrészben.

Bemeriilési ido: A forraszhullam(ok)ban eltoltott idot is
mérni kell, azért, hogy egy esetleges hosszabb forrasztasi
1d6 nem okoz-e sériilést az alkatrészekben, vagy nem
teszi-e ki a folyasztdszert talzott hdhatasnak.

Maximalis hordozo felséoldali homérséklet: Az aramkori
hordoz6 maximalis felsGoldali hdmérsékletét is mérni kell,
azért hogy ellendrizni lehessen, hogy a reflow forrasztassal
létrehozott forraszkdtések nem olvadnak-e meg.

3.2 Reflow forrasztas Reflow forrasztott vagy
ragasztoanyag kikeményitésnek kitett aramkori szerelvény
hoprofil mérésénél a 3-2. abran lathatd paramétereket
sziikséges figyelemmel kovetni.

Megjegyzés: A 3-3. abra egy példat mutat a ragaszto-,
alatoltd- vagy egyéb kikeményitend6 anyagok
hasznalatakor alkalmazhat6 hoprofilra.






